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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt ein Leis-
tungshalbleitermodul in Druckkontaktausfiihrung zur An-
ordnung auf einem Kiihlbauteil, wobei Lastanschlussele-
mente jeweils als Metallformkdrper mit mindestens einem
bandartigen Abschnitt und mit einer Mehrzahl von diesem
ausgehenden KontaktfiiRen ausgebildet sind. Hierbei ist je-
weils ein bandartiger Abschnitt des Lastanschlusselements
parallel zur Substratoberflache und von dieser beabstandet
angeordnet. Weiterhin reichen die KontaktfiiRe von dem
bandartigen Abschnitt zum Substrat und bilden dort schal-
tungsgerecht die Kontakte der Lastanschlisse aus. Zwi-
schen dem bandartigen Abschnitt der Lastanschlussele-
mente und dem Substrat ist ein Isolierstoffformkérper ange-
ordnet und dieser weist Ausnehmungen zur Durchfiihrung
der KontaktfiiRe auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt ein Leistungshalb-
leitermodul in Druckkontaktausfiihrung mit steuerba-
ren Leistungshalbleiterbauelementen. Einen Aus-
gangspunkt der Erfindung bilden Leistungshalbleiter-
module wie sie beispielhaft aus der DE 197 19 703
A1 bekannt sind.

[0002] Derartige Leistungshalbleitermodule beste-
hen nach dem Stand der Technik aus einem Gehéau-
se mit mindestens einem darin angeordneten elek-
trisch isolierenden Substrat vorzugsweise zur direk-
ten Montage auf einem Kuhlbauteil. Das Substrat sei-
nerseits besteht aus einem Isolierstoffkérper mit ei-
ner Mehrzahl darauf befindlicher gegeneinander iso-
lierter metallischer Verbindungsbahnen und hierauf
befindlichen und mit diesen Verbindungsbahnen
schaltungsgerecht verbundenen Leistungshalbleiter-
bauelementen. Weiterhin weisen die bekannten Leis-
tungshalbleitermodule Anschlusselemente fur exter-
ne Last- und Hilfsanschliisse sowie im Inneren ange-
ordnete Verbindungselemente auf. Diese Verbin-
dungselemente fir schaltungsgerechte Verbindun-
gen im Inneren des Leistungshalbleitermoduls sind
meist als Drahtbondverbindungen ausgebildet.

[0003] Ebenfalls bekannt sind Druck kontaktierte
Leistungshalbleitermodule, wie sie aus der DE 42 37
632 A1, der DE 199 03 875 A1 oder der DE 101 27
947 C1 bekannt sind. Bei erstgenannter Druckschrift
weist die Druckeinrichtung ein stabiles, vorzugsweise
metallisches, Druckelement zum Druckaufbau, ein
elastisches Kissenelement zur Druck Speicherung
und ein Brickenelement zur Druckeinleitung auf ge-
sonderte Bereiche der Substratoberflaiche auf. Das
Brickenelement ist vorzugsweise ausgestaltet als
ein Kunststoffformkérper mit einer dem Kissenele-
ment zugewandten Flache, von der eine Vielzahl von
Druckfingern in Richtung der Substratoberflache aus-
gehen.

[0004] Mittels einer derartigen Druckeinrichtung
wird das Substrat auf ein Kihlbauteil gedrickt und
somit der Warmetubergang zwischen dem Substrat
und dem Kuhlbauteil dauerhaft sicher hergestellt.
Das elastische Kissenelement dient hierbei der Auf-
rechterhaltung konstanter Druckverhaltnisse bei un-
terschiedlichen thermischen Belastungen und Uber
den gesamten Lebenszyklus des Leistungshalbleiter-
moduls.

[0005] Die DE 199 03 875 A1 bildet das bekannte
Druckelement derart weiter, dass es einerseits ein
besonders vorteilhaftes Verhaltnis aus Gewicht und
Stabilitat aufweist und andererseits elektrisch isolier-
te Durchflihrungen aufweist. Hierzu ist das Druckele-
ment als ein Kunststoffformkdrper mit innen liegender
Metallseele ausgebildet. Diese Metallseele weist
Ausnehmungen fiir die Durchfiihrung von Anschluss-
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elementen, vorzugsweise Hilfsanschlusselementen
in Federkontaktausfiihrung, auf. Der Kunststoffform-
kérper umschlief3t diese Ausnehmungen derart, dass
die Hilfsanschlusselemente mittels des Kunststoff-
formkorpers elektrisch von der Metallseele isoliert
sind.

[0006] Es sind auch weitergebildete Druckelemente
bekannt, die an ihrer dem Substrat zugewandten
Oberflache eine Vielzahl von Druckfingern aufwei-
sen. Vorzugsweise weist hierbei die Metallseele noch
eine voreingestellte Durchbiegung auf. In der Kombi-
nation beider Mallnahmen kann ein derartiges
Druckelement die gesamte Funktionalitat einer oben
genannten Druckeinrichtung bereitstellen.

[0007] Aus der DE 101 57 947 C1 ist ein Leistungs-
halbleitermodul bekannt, wobei die Lastanschlusse-
lemente derart ausgebildet sind, dass sie in Abschnit-
ten eng benachbart senkrecht zur Substratoberflache
verlaufen und von dort ausgehende KontaktfliRe auf-
weisen, die den elektrischen Kontakt zu den Leiter-
bahnen herstellen und gleichzeitig Druck auf das
Substrat ausiiben und somit dessen thermischen
Kontakt zu einem Kiihlbauteil herstellen. Der Druck
wird hierbei mit Mitteln nach dem Stand der Technik
eingeleitet und gespeichert.

[0008] Aus der DE 10 2004 021 927 A1 ist ein Ver-
fahren zur inneren Isolation von Leistungshalbleiter-
modulen bekannt, wobei diese im Gegensatz zum
vorbekannten Stand der Technik nicht bis zu einer
definierten Fillhéhe mit einem isolierenden Silikon-
gel verfullt sind. Im Gegensatz dazu wird hier ein Ver-
fahren zur Beschichtung der zu isolierenden Bauteile
und Verbindungselemente vorgestellt, welches eine
erhebliche Menge an Silikongel einspart.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Leistungshalbleitermodul in Druckkontaktausfiuihrung
vorzustellen, wobei die innere Isolation verbessert
wird, die Ausbildung der Druckkontaktausfiihrung
vereinfacht wird und das Leistungshalbleitermodul
vorteilhaft fir die Anwendung eines Beschichtungs-
verfahrens zur Isolation des Substrats ausgebildet
ist.

[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemaf geldst,
durch die MalRnahmen der Merkmale des Anspruchs
1. Bevorzugte Ausfihrungsformen sind in den Unter-
anspruchen beschrieben.

[0011] Der erfinderische Gedanke geht aus von ei-
nem Leistungshalbleitermodul in Druckkontaktaus-
fuhrung zur Anordnung auf einem Kuhlbauteil mit
mindestens einem Substrat, mindestens zwei steuer-
baren Leistungshalbleiterbauelementen, beispielhaft
bipolaren Transistoren, einem Gehause und nach au-
Ren fuhrenden Last- und Steueranschlusselemen-
ten. Das Substrat selbst weist einen Isolierstoffkdrper
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auf und auf dessen erster, dem Inneren des Leis-
tungshalbleitermoduls zugewandten Hauptflache
Leiterbahnen mit Lastpotential. Weiterhin weist das
Substrat vorzugsweise auch mindestens eine Leiter-
bahn mit Steuerpotential zu Ansteuerung der Leis-
tungshalbleiterbauelemente auf.

[0012] Das erfindungsgemale Leistungshalbleiter-
modul weist weiterhin Lastanschlusselemente je-
weils ausgebildet als Metallformkdrper mit einem
bandartigen Abschnitt und mit einer Mehrzahl von
diesem ausgehenden KontaktfiiRen auf. Die jeweili-
gen bandartige Abschnitte sind parallel zur Substra-
toberflache und von dieser beabstandet angeordnet.
Die Kontaktflil3e, die von dem bandartigen Abschnitt
ausgehen, reichen zum Substrat und bilden dort
schaltungsgerecht die Kontakte der Lastanschlisse
aus. Vorzugsweise kontaktieren sie hierzu auf dem
Substrat die Leiterbahnen mit Lastpotential oder
auch direkt die einzelnen Leistungshalbleiterbauele-
mente.

[0013] Weiterhin ist zwischen den bandartigen Ab-
schnitten der Lastanschlusselemente, die hierbei ei-
nen Stapel ausbilden, und dem Substrat ein Isolier-
stoffformkérper angeordnet. Dieser Isolierstoffform-
korper weist Ausnehmungen zur Durchflihrung der
KontaktfiRe auf. Der Isolierstoffformkérper bildet
hierbei vorzugsweise eine vollstandig geschlossene
Flache aus, die ausschliellich Ausnehmungen fur
elektrische Anschlusselemente aufweist. Es kann
weiterhin bevorzugt sein, wenn der Isolierstoffform-
kdrper noch Ausnehmungen fur Befestigungseinrich-
tungen des Leistungshalbleitermoduls auf dem Kuhl-
bauteil aufweist.

[0014] Derart ausgebildete Leistungshalbleitermo-
dule in Druckkontaktausfiihrung weisen auf Grund
der zusatzlichen isolierenden Zwischenschicht zwi-
schen den bandartigen Abschnitten der Lastan-
schlusselemente und dem Substrat mit den Leis-
tungshalbleiterbauelementen und den modulinternen
Verbindungen eine wesentlich verbesserte innere
Isolation auf. Dies gestattet einen verbesserte Aus-
fallsicherheit im Dauerbetrieb des Leistungshalblei-
termoduls.

[0015] Durch vorteilhafte, zusatzliche Fiihrungsein-
richtungen fiur die Lastanschlusselemente die einsti-
ckig mit dieser Zwischenschicht ausgebildet sind wird
gleichzeitig die Ausbildung der Druckkontaktausfiih-
rung vereinfacht, wobei die Lastanschlusselemente
der Druckeinleitung auf das Substrat und damit zu
dessen thermischer Anbindung an ein Kuhlbauteil
dienen. In Kombination mit modernen Beschich-
tungsverfahren zur inneren Isolation des Substrats ist
diese Ausgestaltung des Leistungshalbleitermoduls
besonders bevorzugt, da hierbei die gesamte inneren
Isolation besonders vorteilhaft und fur eine automati-
sierte Fertigung zuganglich ausgebildet ist.
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[0016] Die erfinderische Lésung wird an Hand der
Ausfuhrungsbeispiele der Fig. 1 bis Fig. 3 weiter er-
lautert.

[0017] Fig.1 zeigt einen Schnitt durch ein erfin-
dungsgemalies Leistungshalbleitermodul.

[0018] Fig. 2 zeigt eine dreidimensionale Explosi-
onszeichnung eines erfindungsgemafien Leistungs-
halbleitermoduls.

[0019] Fig.3 =zeigt Lastanschlusselemente und
Substrate eines erfindungsgemalfen Leistungshalb-
leitermoduls in dreidimensionaler Darstellung.

[0020] Fig. 1 zeigt einen Schnitt entlang der Linie
A-A (vgl. Fig. 2) durch ein erfindungsgemalies Leis-
tungshalbleitermodul (1). Dieses weist ein Gehause
(3) mit einem rahmenartigen Gehauseteil auf. Der
rahmenartige Gehauseteil umschlie3t hierbei das
mindestens eine Substrat (5). Dieses wiederum weist
einen Isolierstoffkérper (52), vorzugsweise eine Iso-
lierkeramik, wie Aluminiumoxid oder Aluminiumnitrit
auf.

[0021] Auf der, dem Inneren des Leistungshalblei-
termoduls (1) zugewandten, ersten Hauptflache
weist das Substrat (5) eine in sich strukturierte Metall-
kaschierung auf. Die einzelnen Abschnitte dieser vor-
zugsweise als Kupferkaschierung ausgestalteten
Metallkaschierung bilden hierbei die Leiterbahnen
(54) des Leistungshalbleitermoduls (1) aus. Die zwei-
te Hauptflache des Substrats (5) weist gemall dem
Stand der Technik eine nicht strukturierte Kupferka-
schierung (56) auf.

[0022] Auf den Leiterbahnen (54) des Substrats (5)
sind steuerbare und/oder ungesteuerte Leistungs-
halbleiterbauelemente (60) wie beispielhaft IGBTs
(insulated gate bipolar Transistor) mit jeweils antipar-
allel geschalteten Freilaufdioden, oder MOS-FETs
angeordnet. Diese sind schaltungsgerecht mit weite-
ren Leiterbahnen (54), beispielhaft mittels Draht-
bondverbindungen (62), verbunden.

[0023] Die Lastanschlusselemente (40, 42, 44) mit
den verschiedenen notwendigen Potentialen dienen
der externen Verbindung der leistungselektronischen
Schaltung im Inneren des Leistungshalbleitermoduls
(1). Hierzu sind die Lastanschlusselemente (40, 42,
44) als Metallformkorper ausgebildet, die je einen
bandartigen Abschnitt (402, 422, 442) parallel zur
Substratoberflache aufweisen. Die bandartigen Ab-
schnitte (402, 422, 442) bilden hierbei einen Stapel,
wobei die bandartigen Abschnitte der einzelnen Las-
tanschlusselemente (40, 42, 44) ausschlielich durch
eine notwendige Isolierung (46), beispielhaft in Form
einer Kunststofffolie, voneinander beabstandet sind.
Notwendige Hilfsanschlusselemente sind aus Grin-
den der Ubersichtlichkeit in dieser Schnittzeichnung
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nicht dargestellt.

[0024] Weiterhin weist das erfindungsgemalie Leis-
tungshalbleitermodul (1) eine als Isolierstoffformkor-
per (30) ausgebildete Zwischenlage zwischen dem
Stapel der bandartigen Abschnitte (402, 422, 442)
der Lastanschlusselemente (40, 42, 44) und dem
Substrat (5) auf. Dieser Isolierstoffformkoérper (30) ist
in dieser Ausgestaltung in dem rahmenartigen Ge-
hause (3) mittels einer Schnapp-Rast-Verbindung
(90) angeordnet.

[0025] Der Isolierstoffformkorper (30) weist seiner-
seits Ausnehmungen (32) zur Durchfiihrung der Kon-
taktfiiRe (400, 420, 440) der Lastanschlusselemente
(40, 42, 44) auf. Es ist besonders bevorzugt, wenn
diese Ausnehmungen (32) als Fihrungen fir diese
KontaktfiRe (400, 42, 44) ausgebildet sind, wodurch
die Positionierung der Lastanschlusselemente (40,
42, 44) relativ zum Substrat (5) bzw. dessen Leiter-
bahnen (54) nochmals gegenlber einer Anordnung
mit einfachen Ausnehmungen verbessert wird.

[0026] Bei einer weiteren besonders bevorzugten
Ausgestaltung des Isolierstoffformkérpers sind die
Ausnehmungen (32) zur Durchfihrung der Kontakt-
fuRe als Schachte (34) ausgebildet, wobei diese
Schachte (34) bis nahe an die Oberflache des Subst-
rats (5) heranreichen. Vorteilhafterweise reichen die-
se Schachte (34) bis in die Isolierstoffschicht beispiel-
haft ein Silikongel hinein, wobei das Silikongel mittels
eines modernen Beschichtungsverfahrens auf das
Substrat (5) aufgebracht ist. Hierdurch wird eine be-
sonders wirkungsvolle innere Isolierung des Leis-
tungshalbleitermoduls (1) ausgebildet.

[0027] Die Druckeinrichtung (70) zur thermischen
Verbindung des Leistungshalbleitermoduls (1) mit ei-
nem Kuhlbauteil (2) und gleichzeitig zur elektrischen
Kontaktierung der Lastanschlusselemente (40, 42,
44) mit den Leiterbahnen (54) des Substrats (5) wird
gebildet durch ein Druckelement (72) zum Druckauf-
bau sowie, ein nicht dargestelltes elastisches Kissen-
element zur Druck Speicherung. Der Druck wird tUber
das Kissenelement auf den Stapel aus den bandarti-
gen Abschnitten (402, 422, 442) der Lastanschlusse-
lemente (40, 42, 44) eingeleitet und tbt somit Druck
auf die KontaktfliiRe (400, 420, 440) aus. Hierdurch
werden diese elektrisch leitend mit Leiterbahnen (54)
des Substrats (5) verbunden.

[0028] Derartige Druckkontakierungen (70) haben
sich Uber die Lebensdauer von Leistungshalbleiter-
modulen (1) als besonders kontaktsicher erwiesen.
Weiterhin vorteilhaft fiir die Druckkontaktierung ist die
Ausbildung der Ausnehmungen (32) des Isolierstoff-
formkoérpers (30) als Fuhrungen bzw. Schachte (34),
da hierdurch die Positionierung der KontaktfliRe
(400, 420, 440) besonders genau ist.
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[0029] Das Druckelement (72) kann gemafl dem
Stand der Technik als Kunststoffformkdrper mit ge-
eigneter, beispielhaft als Bimetall ausgebildeter, in-
nen liegender Metallseele ausgefuhrt sein, wobei
hierbei auch auf ein Druck speicherndes Kissenele-
ment verzichtet werden kann. Es ist weiterhin bevor-
zugt, wenn das Druckelement (72) gleichzeitig als
Deckel des Leistungshalbleitermoduls (1) dient.

[0030] Fig. 2 zeigt eine dreidimensionale Explosi-
onszeichnung eines Teils des erfindungsgemalen
Leistungshalbleitermoduls (1). Dargestellt ist hierbei
ein Kunststoffgehause (3) mit Einrichtungen (300) zur
Befestigung auf einem Kuhlbauteil. Das Gehause (3)
weist einen einstlickig mit diesem ausgebildeten Iso-
lierstoffformkdrper (30) auf, der eine Zwischenlage
bildet, zwischen dem unterhalb dieser Zwischenlage
angeordneten Substrat (5) und den oberhalb dieser
Zwischenlage angeordneten bandartigen Abschnit-
ten (402, 422, 442) der Lastanschlusselemente (40,
42, 44).

[0031] Weiterhin weist das Gehduse (3) Befesti-
gungseinrichtungen (302) fur ein nicht dargestelltes
Druckelement (72) sowie domartige Durchfihrungen
(38) fur Hilfsanschlusselemente (80) auf. Es ist be-
sonders bevorzugt in derartigen druckkontaktierten
Leistungshalbleitermodulen (1) die Hilfsanschlusse-
lemente als Kontaktfedern (80), vorzugsweise
Schraubenfedern, auszubilden.

[0032] Die Lastanschlusselemente (40, 42, 44) der
verschiedenen Lastpotentiale sind jeweils als Metall-
formkorper mit Kontakteinrichtung (404, 424, 444)
zur externen Verbindung, mindestens einem bandar-
tigen parallel zur Substratoberflache verlaufenden
Abschnitt (402, 422, 442), sowie mit einer Mehrzahl
von diesem Abschnitt ausgehenden KontaktfliRen
(400, 420, 440) ausgebildet. Die jeweiligen Lastan-
schlusselemente (40, 42, 44) sind soweit notwendig
mittels eine isolierenden Kunststofffolie (46) vonein-
ander beabstandet und gegeneinander elektrisch
isoliert. Das Wechselstromanschlusselement (40)
weist weiterhin einen benachbart zur Kontakteinrich-
tung (404) angeordneten Stromsensor (410) auf.

[0033] Die KontaktfiRe (400, 420, 440) der Lastan-
schlusselemente (40, 42, 44) reichen durch die als
Flhrungen ausgebildeten Ausnehmungen (32) des
Isolierstoffformkoérpers (30) zu den zugeordneten
Kontaktflachen der Leiterbahnen (54) des Substrats
(5) bzw. der Leistungshalbleiterbauelemente (60).

[0034] Die bandartigen Abschnitte (402, 422, 442)
der Lastanschlusselemente (40, 42, 44) sowie deren
zugeordnete isolierende Kunststofffolien (46) weisen
ihrerseits in denjenigen Bereichen Ausnehmungen
(406, 426, 446, 466) auf, in den das Gehause (3)
Dome (38) fur die Hilfsanschlusselemente (80) auf-
weist. Die zugeordnete, nicht dargestellte Druckein-
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richtung (70) ihrerseits weist ebenfalls entsprechen-
de mit den Ausnehmung der Lastanschlusselemente
fluchtende Ausnehmung zur Durchfihrung der
Hilfsanschlusselemente auf.

[0035] Fig. 3 zeigt Lastanschlusselemente (40, 42,
44) eines erfindungsgemafen Leistungshalbleiter-
moduls (1) und deren Position zu zwei Substraten (5)
in einer dreidimensionalen Ansicht ohne Darstellung
des Gehauses und der Druckeinrichtung. Aus Grun-
den der Ubersichtlichkeit sind die isolierenden Kunst-
stofffolien zwischen den einzelnen Lastanschlussele-
menten (40, 42, 44) ebenfalls nicht dargestellt. Die
dargestellte Schaltung des Leistungshalbleitermo-
duls ist eine Halbbriickenschaltung mit einer Mehr-
zahl die jeweiligen ersten und zweiten Schalter bil-
denden parallel geschalteten bipolaren Transistoren
(60). Ebenfalls weist die Schaltung die notwendigen
Freilaufdioden (64) auf. Die ersten und zweiten
Schalter der Halbbrickenschaltung sind hierbei je-
weils halftig auf zwei identische Substrate verteilt.

[0036] Dargestellt ist die Mehrzahl der KontaktfiRe
(400, 420, 440) die von den zugeordneten bandarti-
gen Abschnitten (402, 422, 442) des jeweiligen Last-
anschlusselements (40, 42, 44) ausgehen. Jeweils
eine Mehrzahl von KontaktfliRen (400, 420, 440) glei-
cher Polaritat kontaktieren hierbei die zugeordneten
Leiterbahnen (54) der jeweiligen Polaritat auf beiden
Substraten (5). Die dauerhaft kontaktsichere elekiri-
sche Verbindung wird mittels der oben beschriebe-
nen Druckeinrichtung ausgebildet.

[0037] Dargestellt sind weiterhin Ausnehmung (406,
426, 446) des Stapels aus Lastanschlusselementen
(40, 42, 44), die vorgesehen sind fir die Anordnung
der Hilfsanschlusselemente (80) gemaR Fig. 2.

Patentanspriiche

1. Leistungshalbleitermodul (1) in Druckkontakt-
ausfuhrung, zur Anordnung auf einem Kuhlbauteil
(2), mit mindestens einem Substrat (5), mindestens
zwei hierauf angeordneten Leistungshalbleiterbaue-
lementen (60, 64), einem Gehause (3) und nach au-
Ren fuhrenden Last- (40, 42, 44) und Hilfsanschluss-
elementen (80) und mit einer Druckeinrichtung (70),
wobei das Substrat (5) einen lIsolierstoffkdrper (52)
aufweist und auf dessen erster dem Inneren des
Leistungshalbleitermoduls zugewandten Hauptfla-
che Leiterbahnen (54) mit Lastpotential angeordnet
sind, wobei die Lastanschlusselemente (40, 42, 44)
jeweils als Metallformkdérper mit mindestens einem
bandartigen Abschnitt (402, 422, 442) und mit einer
Mehrzahl von diesem ausgehenden KontaktfiiRen
(400, 420, 440) ausgebildet sind, jeweils ein bandar-
tiger Abschnitt (402, 422, 442) des Lastanschlussele-
ments parallel zur Substratoberflache und von dieser
beabstandet angeordnet ist und die KontaktfilRe
(400, 420, 440) von dem bandartigen Abschnitt (402,
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422, 442) zum Substrat (5) reichen und dort schal-
tungsgerecht die Kontakte der Lastanschlisse aus-
bilden, und wobei zwischen dem bandartigen Ab-
schnitt (402, 422, 442) der Lastanschlusselemente
(40, 42, 44) und dem Substrat (5) ein Isolierstoffform-
kérper (30) angeordnet ist und dieser Ausnehmun-
gen (32) zur Durchfiihrung der KontaktfiiRe (400,
420, 440) aufweist.

2. Leistungshalbleitermodul (1) nach Anspruch 1
wobei die die Ausnehmungen (32) des Isolierstoff-
formkoérpers (30) zur Durchfihrung der KontaktfiiRe
(400, 420, 440) als Fuhrungen hierflir ausgebildet
sind und die KontaktfliiRe (400, 420, 440) die Leiter-
bahnen (54) des Substrats (5) kontaktieren.

3. Leistungshalbleitermodul (1) nach Anspruch 1,
wobei der Isolierstoffformkoérper (30) und das Gehau-
se (3) einstlckig ausgebildet sind.

4. Leistungshalbleitermodul (1) nach Anspruch 1
wobei die Ausnehmungen (32) des Isolierstoffform-
kérpers (30) zur Durchfihrung der KontaktfilRe als
Schachte (34) ausgebildet sind und diese Schachte
(34) bis nahe an die Oberflache des Substrats (5) he-
ran und in eine Isolationsschicht hinein reichen.

5. Leistungshalbleitermodul (1) nach Anspruch 1
wobei die bandartigen Abschnitte (400, 420, 440) der
Lastanschlusselemente (40, 42, 44) einen Stapel bil-
den, hierin gegeneinander elektrisch isoliert sind und
wobei die Druckeinrichtung (70) auf diesen Stapel
Druck austibt und somit die Kontaktfil3e (400, 420,
440) elektrisch leitend mit Leiterbahnen (54) des
Substrats (5) verbunden sind.

6. Leistungshalbleitermodul (1) nach Anspruch 1
wobei die Druckeinrichtung (70), die bandartigen Ab-
schnitte (402, 422, 442) der Lastanschlusselemente
(40, 42, 44) und der Isolierstoffformkorper (30) Aus-
nehmungen (32) zur Durchfiihrung von als Schrau-
benfedern mit Kontakteinrichtungen ausgebildeten
Hilfsanschlusselemente (80) aufweisen.

7. Leistungshalbleitermodul (1) nach Anspruch 6
wobei der Isolierstoffformkérper (30) Dome (38) um
die Ausnehmungen zur Durchfihrung der Hilfsan-
schlusselemente (80) aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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